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In this work, the analysis of different types of optical fibers is carried out. 

Deformations that may occur due to mechanical influences during the 

production and operation of functional electronics elements on optical fibers are 

considered. In order to preserve the dispersion properties of the optical fiber and 

reduce the loss of the transmitted signal, it is proposed to develop a new method 

of automated processing and analysis of the structure of the optical fiber based 

on the measured image of its cross section. 

 

Оптичні волокна (ОВ) різних типів широко застосовуються в багатьох 

галузях – в інфокомунікаційних системах, медицині, автомобільній 

промисловості, робототехніці тощо. На сьогодні існує велика кількість 

типів ОВ, які мають різну структуру і властивості (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Види поперечного перетину ОВ і їх профілі показників 

заломлення  

 

В процесі виробництва оптичних волокон слід контролювати основні 

параметри, які можуть вплинути на експлуатаційні характеристики 

виробів, зокрема на якість передачі сигналу. Крім того, в процесі 

експлуатації також можуть виникнути несприятливі умови, що призведуть 

до деформацій ОВ. Можна виділити наступні механічні впливи: 

– поздовжні впливи, такі як розтягування чи ривок, що призводять до 

деформації МОВ у вигляді видовження або навіть розриву; 

– поперечні впливи, які можуть викликати змінення діаметру МОВ під 

дією зовнішнього тиску або удару; 

– осьові впливи, такі як скручування МОВ навколо своєї осі, або 

вигини (циклічні, знакозмінні). 
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Внаслідок зовнішніх механічних впливів поперечна структура ОВ 

може порушитись, що призведе до виникнення незворотних деформацій. 

Наприклад, може виникнути сплющування, або зміщення центру 

оптичного волокна (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Деформація ОВ внаслідок зовнішніх механічних впливів 

 

Очевидно, що такі деформації призведуть до змінення форми 

модового поля і вплинуть на інтенсивність оптичного випромінювання, 

що, в свою чергу, відобразиться на таких важливих параметрах, як 

затухання і дисперсія сигналу.   

З огляду на це актуальною і важливою задачею є розробка методу для 

вчасного і швидкого виявлення дефектів і пошкоджень структури 

оптичних волокон на ранніх етапах виробництва або в процесі 

експлуатації. Подальші дослідження направлені на розроблення 

програмного забезпечення для автоматизованої обробки і аналізу 

структури ОВ за виміряним зображенням його поперечного перетину. 
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